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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

LSIの3D集積システム技術において、LSIチップ間を接続するマイクロバンプはさら
なる高密度化と小径化が求められている。我々研究グループはガス中蒸着法で生成
されるナノ金粒子によるマイクロバンプの開発をすすめており、評価として電子顕
微鏡(SEM)で見える微小な領域から発生する特性X線による元素分析をおこなって
いる。
測定エリア(X線が発生するエリア)は当てる電子ビームの加速電圧とサンプルの材質
によって決まり、バルクSi、加速電圧10kVで横方向1μm、深さ方向3μm程度だと
いわれているが、Auに関してデータがなく、今後積層膜の特定の層の元素分析等行
うためにもAuの測定エリアの調査が必要である。
今回厚みを変えたナノ金粒子膜に2種類の加速電圧を変えた電子ビームあて、金膜
の元素分析を評価した。

実験
Experimental

利用した主な装置
【NPF005】低真空走査電子顕微鏡

実験方法
真空蒸着でTi 0.01μm、Au 0.1μmを堆積した酸化膜0.5μm付きシリコン基板
に H e ガ ス 中 蒸 着装置でサ イズ 3× 5 m m の ナ ノ 金 粒 子 膜 の厚
さ0.4μm、0.6μm、1.1μmを作製する。それぞれ(ナノ金粒子膜無しの金蒸
着0.1μm含めて)サンプル表面に加速電圧10kVと20kVの電子ビームを当てて発生
する特性X線をSEM内のX線検出器と解析ソフトウェアで元素分析をおこなった。

結果と考察
Results and Discussion

Fig.1(a)はSEMの電子ビーム加速電圧10kVの場合の金の厚さごとに測定した特性X
線分析による元素分析で、(b)は電子ビーム加速電圧20kVの場合である。
10kVではAu厚0.1μmの場合のみにSiが検出され、20kVではAu厚0.1と0.5μmでSi
が検出された。下地のTiは厚さ関係なく1~4%含まれており、Cも常に同じ程度含ま
れている。Cの由来はSEM筐体のバキュームに油拡散ポンプを使っているからだと
考えている。
Siの検出される厚みは確認できたが、常にTiが検出される点とSiOのOが検出されな
い点に疑問がある。今後、Ti厚やSiO厚の変更等をおこない、金膜内の不純物と金
膜以外の不純物を切り分けることができるか確認する予定である。
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Fig.1 Weight concentration calculated by energy dispersive X-ray analysis
measured for each thickness of gold.
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